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(57) Abstract: In the case of an adhesive for fixing an electronic component (3) on a circuit board (1) and/or for embedding an
electronic component (3) into a circuit board (1), the electronic component (3) to be tixed and/or embedded being fixed by means
of an adhesive bond (2) on a ply or layer of a circuit board (1), especially of a multi-ply circuit board (1), and fixing optionally
being followed by jacketing by plies, especially plies matched to the outer edges of the component (3) to be embedded and/or by
covering by at least one further ply, an epoxy resin-based adhesive (2, 11-16) is selected, which has at least one added additive to
adjust the surface tension and/or viscosity, especially a defoamer and/or an additive for adjusting the levelling properties, which
can achieve reliable tixing of a component (3), especially with avoidance of cavities or air inclusions below the surface (6) of the
component (3) to be fixed. Also provided are a method and a use.

(57) Zusammenfassung: Bei einem Kleber zur Festlegung eines elektronischen Bauteils (3) an einer Leiterplatte (1) und/oder zur
Einbettung eines elektronischen Bauteils (3) in eine Leiterplatte (1), wobei der festzulegende und/oder einzubettende elektroni-
sche Bauteil (3) tiber eine Klebeverbindung (2) an einer Lage bzw. Schicht einer insbesondere mehrlagigen Leiterplatte (1) festge-

legt

[Fortsetzung auf der néichsten Seite]
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wird und nach einem Festlegen gegebenenfalls durch insbesondere auf die Aulenkonturen des einzubettenden Bauteils (3) abge-
stimmte Lagen ummantelt und/oder durch wenigstens eine weitere Lage abgedeckt wird, ist vorgesehen, dass ein Kleber (2, 11
-16) aut Epoxidharzbasis gewdhlt ist, welcher zur Einstellung der Oberfldchenspannung und/oder Viskositédt wenigstens ein Zu-
satzmittel, insbesondere einen Entschdumer und/oder einen Zusatzstoff zur Einstellung der Verlaufseigenschaften zugesetzt auf-
weist, wodurch eine sichere Festlegung eines Bauteils (3) insbesondere unter Vermeidung von Hohlrdumen oder Lufteinschliissen
unterhalb der Oberfliche (6) des festzulegenden Bauteils (3) erzielt werden kann. Dariiber hinaus werden ein Verfahren sowie
eine Verwendung zur Verfiigung gestellt.
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Kleber zur Festlequng und/oder Einbettung eines elektronischen Bauteils sowie

Verfahren und Verwendung

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen Kleber zur Festlegung eines elek-
tronischen Bauteils an einer Leiterplatte und/oder zur Einbettung eines elektronischen
Bauteils in eine Leiterplatte, wobei der festzulegende und/oder einzubettende elek-
tronische Bauteil Gber eine Klebeverbindung an einer Lage bzw. Schicht einer insbe-
sondere mehrlagigen Leiterplatte festgelegt wird und nach einem Festlegen ge-
gebenenfalls durch insbesondere auf die Au3enkonturen des einzubettenden Bauteils
abgestimmte Lagen ummantelt und/oder durch wenigstens eine weitere Lage ab-
gedeckt wird. Die vorliegende Erfindung bezieht sich weiters auf ein Verfahren zur
Festlegung eines elektronischen Bauteils an einer Leiterplatte und/oder zur Einbettung
eines elektronischen Bauteils in eine Leiterplatte, wobei der festzulegende und/oder
einzubettende elektronische Bauteil Uber eine Klebeverbindung an einer Lage bzw.
Schicht einer insbesondere mehrlagigen Leiterplatte festgelegt wird und nach einem
Festlegen gegebenenfalls durch insbesondere auf die Aullenkonturen des einzu-
bettenden Bauteils abgestimmte Lagen ummantelt und/oder durch wenigstens eine
weitere Lage abgedeckt wird, unter Verwendung eines derartigen Klebers. Die vorlie-
gende Erfindung bezieht sich dariber hinaus auf eine Verwendung eines derartigen

Verfahrens oder eines derartigen Klebers.

Im Zusammenhang mit der Festlegung eines elektronischen Bauteils an bzw. auf einer
Leiterplatte und/oder zur Einbettung eines elektronischen Bauteils in eine Leiterplatte
tritt haufig das Problem auf, dass ein beispielsweise durch ein Druckverfahren auf eine
Schicht bzw. Lage einer inshesondere mehrlagigen Leiterplatte aufgebrachter Kleber
nach einem Anordnen bzw. Aufsetzen eines festzulegenden oder einzubettenden
Bauteils unterhalb des festzulegenden oder einzubettenden Bauteils einen mit Luft
gefulliten Hohlraum bildet, welcher selbst nach einer nachfolgenden Aushartung des
Klebers verbleibt. Ein derartig mit Luft bzw. Gas gefiliter Hohlraum unterhalb der
beispielsweise im wesentlichen planen Oberflache des Bauteils ist insbesondere durch
die Form des Klebers nach einem Aufbringen auf der Schicht bzw. Lage im wesent-
lichen &hnlich einem Krater bzw. mit entsprechender gréRerer Héhe in Randbereichen
der Aufbringungsflache bedingt. Im Rahmen einer weiteren Bearbeitung einer mit
einem derartigen Bauteil versehenen Leiterplatte kommen wenigstens teilweise
erhohte Temperaturen zur Anwendung, wobei bei derart hohen Temperaturen der

unter dem Bauteil befindliche und mit Luft geflllte Hohlraum zu Verspannungen im



10

15

20

25

30

35

WO 2012/016258 PCT/AT2011/000321

- 2 -

Bereich der Festlegung des Bauteils an der Leiterplatte oder sogar zu einer Zerstérung
der Klebeverbindung und somit einem Abheben bzw. Lésen des Bauteils oder im
schlimmsten Fall zu einer Zerstorung des Bauteils filhren kann. Dartber hinaus muss
beispielsweise flir nachfolgende Kontaktierungsschritte sichergestellt werden, dass die
zwischen dem Bauteil und der Schicht bzw. Lage der Leiterplatte befindliche Kleber-
schicht gleichmafig und einheitlich unter der gesamten Flache des Bauteils vorliegt,
um beispielsweise bei einer Ausbildung von Léchern bzw. Durchbrechungen fur eine
Kontaktierung, welche tUblicherweise nachfolgend mit einem leitenden Material fur eine
ordnungsgemafle Kontaktierung gefullt wird, eine definierte Anordnung der Kontakt-

stellen zu ermdéglichen.

Die vorliegende Erfindung zielt daher darauf ab, einen Kleber sowie ein Verfahren der
eingangs genannten Art dahingehend weiterzubilden, dass die Probleme des oben
genannten Standes der Technik vermieden werden und insbesondere sichergestelit
wird, dass unter Vermeidung eines mit Luft gefillten Hohlraums unter dem festzulegen-
den bzw. einzubettenden Bauteil eine gleichmaRige Anordnung des Klebers zwischen
der Schicht bzw. Lage der Leiterplatte und der Oberflache des festzulegenden oder

einzubettenden Bauteils vorliegt.

Zur Lésung der oben angefiihrten Aufgaben ist ein Kleber der eingangs genannten Art
im wesentlichen dadurch gekennzeichnet, dass ein Kleber auf Epoxidharzbasis
gewdhlt ist, welcher zur Einstellung der Oberflichenspannung und/oder Viskositat
wenigstens ein Zusatzmittel, insbesondere einen Entschdumer und/oder einen Zusatz-
stoff zur Einstellung der Verlaufseigenschaften zugesetzt aufweist. Durch Bereitstel-
lung eines Klebers auf Epoxidharzbasis werden die fur ein zuverlassiges Anhaften
erforderlichen Eigenschaften der Klebeverbindung zwischen dem elektronischen
Bauteil und der Leiterplatte bereitgestellt, wobei durch Zusatzmittel die zur Erzielung
der konvexen Oberflache erforderliche Oberflaichenspannung und/oder Viskositat eines

derartigen Klebers auf Epoxidharzbasis erzielbar ist (sind).

Zur Einstellung der erforderlichen Oberflichenspannung und/oder Viskositdt wird
gemafl einer bevorzugten Ausfihrungsform vorgeschlagen, dass ein Entschdumer,
beispielsweise ein silikonfreier Entschdumer, in einer Menge von weniger als 3 Gew.-
%, insbesondere etwa 0,1 bis 2,0 Gew.-% dem Kleber zugesetzt ist. Durch Zusatz

eines Entschaumers in der angegebenen Menge kénnen die gewinschten Eigen-
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schaften im Hinblick auf eine Ausbildung einer konvexen Oberfliche insbesondere

unter Beibehaltung der Klebeeigenschaften des Klebers erzielt werden.

Zur Einstellung von gewiinschten Verlaufseigenschaften zur Erzielung der konvexen
Oberflache wird dariber hinaus vorgeschlagen, dass als Zusatzstoff zur Verbesserung
der Verlaufseigenschaften ein Acrylat, beispielsweise Polybutylacrylat, ein Acrylat-Co-
polymer, beispielsweise Methacrylat-Copolymer, ein Epoxidharz mit freien Hydroxyl-,
Isocyanat- und/oder Estergruppen oder dgl. zugesetzt ist, wie dies einer weiters
bevorzugten Ausfuhrungsform des erfindungsgeméfRen Klebers entspricht. In diesem
Zusammenhang wird gemaBR einer weiters bevorzugten Ausfiihrungsform vorge-
schlagen, dass ein Zusatzstoff zur Verbesserung der Verlaufseigenschaften in einer

Menge von maximal 7 Gew.-%, insbesondere 0,5 bis 5 Gew.-% zugesetzt ist.

Insbesondere zur Anpassung an unterschiedliche Einsatzzwecke und/oder zur Anpas-
sung an unterschiedliche nachfolgende Be- bzw. Verarbeitungsschritte wird erfindungs-
gemaf bevorzugt vorgeschlagen, dass eine Mehrzahl von unterschiedlichen Zusatz-

stoffen zur Verbesserung der Verlaufseigenschaften zugesetzt ist.

Es ist bzw. wird die erfindungsgemaf vorzusehende konvexe Oberfliche des Klebers
insbesondere durch die Oberflachenspannung desselben beeinflusst, wobei in diesem
Zusammenhang vorgeschlagen wird, dass der Kieber eine Oberflachenspannung
geringer als 40 mN/m, insbesondere zwischen 15 und 35 mN/m aufweist, wie dies

einer bevorzugten Ausfihrungsform des Klebers entspricht.

Ebenfalls zur Unterstitzung einer zuverldssigen Ausbildung einer konvexen Oberflache
wird bevorzugt vorgeschlagen, dass der Kleber bei Raumtemperatur eine gegeniiber

seiner Elastizitat héhere Viskositat aufweist.

Zur Erzielung und Aufrechterhaltung der gleichmaRigen und einheitlichen Klebeschicht
zwischen der Leiterplatte und der Oberflaiche des einzubettenden oder festzulegenden
Bauteils wird gemaR einer weiters bevorzugten Ausfuhrungsform vorgeschlagen, dass
der Kleber bei Raumtemperatur eine komplexe Viskositat unter 50 Pa.s, insbesondere
zwischen etwa 20 und 45 Pa.s aufweist. Dartber hinaus wird in diesem Zusammen-
hang zur Beibehaltung der Eigenschaften des Klebers bei erhdhten Temperaturen vor-
geschlagen, dass der Kleber eine temperaturbedingte Zunahme der komplexen

Viskositat bei einer Erwdrmung von Raumtemperatur auf etwa 50 °C und innerhalb
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eines Zeitraums von weniger als 15 min, insbesondere etwa 10 min, insbesondere auf
das wenigstens 1,3-fache, insbesondere etwa 1,7- bis 3-fache der komplexen Viskosi-

tat bei Raumtemperatur aufweist.

Zur Losung dieser Aufgaben ist dariiber hinaus ein Verfahren der eingangs genannten
Art im wesentlichen dadurch gekennzeichnet, dass der zur Ausbildung der Klebe-
verbindung eingesetzte Kleber in an sich bekannter Weise mit einer konvexen Ober-
flache auf der zur Abstlutzung bzw. Aufnahme des elektronischen Bauteils vorge-
sehenen Lage der Leiterplatte aufgebracht wird, dass der festzulegende oder einzu-
bettende Bauteil auf dem Kleber angeordnet wird und gegebenenfalls einer
Druckbeanspruchung unterworfen wird, und dass der Kleber nach dem Aufsetzen bzw.
Anordnen des Bauteils einer Hartungsbehandlung unterworfen wird. Dadurch, dass
erfindungsgeman vorgeschlagen wird, den Kleber, welcher zur Ausbildung der Klebe-
verbindung herangezogen bzw. eingesetzt wird, mit einer konvexen Oberflache auf die
Schicht bzw. Lage der Leiterplatte aufzubringen und nachfolgend den festzulegenden
oder einzubettenden Bauteil auf dem Kleber anzuordnen, wird sichergestellt, dass eine
Bildung eines mit Luft gefullten Hohlraums unterhalb des festzulegenden oder einzu-
bettenden Bauteils vermieden wird, da durch die konvexe Wélbung bzw. Formgebung
des Klebers bei einer Anordnung des Bauteils auf der aufgebrachten Klebeflache
Hohlraume sicher vermieden werden kénnen. Durch Vorsehen der konvexen Ober-
flache des Klebers und somit einer im wesentlichen maximalen Dicke des zur Aus-
bildung der Klebeverbindung herangezogenen Klebers in einem im wesentlichen
mittigen Bereich wird somit eine gleichmaRige und homogene Verteilung des Klebers
zwischen der zur Abstitzung herangezogenen Schicht bzw. Lage der Leiterplatte und
der Oberfliche des festzulegenden Bauteils sichergestellt, da inshesondere bei einer
im wesentlichen parallelen Annaherung der entsprechenden Oberflache des festzu-
legenden oder einzubettenden Bauteils zu der auf der Schicht bzw. Lage der Leiter-
platte angeordneten Klebeoberfliche ausgehend von den im wesentlichen mittigen
Bereich, welcher die hochste Erhebung der Klebeoberflache durch Ausbildung der
konvexen Oberflache aufweist, bei einer weiteren Annaherung des Bauteils an die
Schicht bzw. Lage ein vollstandiges Entweichen von Luft jeweils in bzw. zu den
Randbereichen des festzulegenden Bauteils auftritt. Nach der Anordnung des Bauteils
auf der Schicht bzw. Lage unter Vermittlung der konvexen Klebeoberfliche und somit
unter Vermeidung von Hohlrdumen unterhalb des festzulegenden oder einzubettenden

Bauteils erfolgt eine Hartungsbehandlung, in welcher dauerhaft die gleichméagige und
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einheitliche Anordnung des Klebers unter Vermeidung von Hohlrdumen oder Luftein-

schliissen sicher beibehalten wird.

Um ein Austreten von Kleber Gber die Konturen des festzulegenden oder einzu-
bettenden Bauteils hinaus bei Versehen der konvexen Oberflache des Klebers und
somit wahrend des Anordnens des Klebers beim Verteilen desselben ausgehend von
einem im wesentlichen mittigen Teilbereich, welcher eine gréfte Dicke des Klebers
aufweist, in Richtung zu Rand- bzw. Kantenbereichen zu vermeiden, wird geman einer
bevorzugten Ausfiihrungsform vorgeschlagen, dass der Kleber in einer gegentiber den
AuBenkonturen des festzulegenden oder einzubettenden Bauteils verringerten
Abmessung auf der Lage zur Abstitzung bzw. Aufnahme des Bauteils aufgebracht
wird. Durch Vorsehen einer verringerten Abmessung des auf der Schicht bzw. Lage
der Leiterplatte angeordneten Klebers wird somit bedingt durch die Verteilung des mit
einer konvexen Oberfliche aufgebrachten Klebers wahrend des Anndherns des
Bauteils an die Schicht bzw. Lage unter Vermittiung der Klebeverbindung eine gleich-
maRige und einheitliche Klebeflache zwischen der Schicht bzw. Lage der Leiterplatte
und dem Bauteil sichergestellt. Gleichzeitig wird ein insbesondere Ubermafiiges Aus-
treten des Klebers Uiber Randbereiche bzw. Aulenkonturen des festzulegenden oder

einzubettenden Bauteils vermieden.

Zur Erzielung der angestrebten gleichméaRigen Verteilung des Klebers unter Einhaltung
der konvexen Oberflache desselben vor Anordnung des festzulegenden oder einzu-
bettenden Bauteils wird daruber hinaus vorgeschlagen, dass der Kleber in Bereichen
entsprechend Randbereichen der Aulenkontur des festzulegenden oder einzubetten-
den Bauteils mit einer geringeren Starke bzw. Dicke und/oder in geringerer Menge auf-
gebracht wird, wie dies einer weiters bevorzugten Ausfiihrungsform des erfindungsge-

ma&Ren Verfahrens entspricht.

Um insbesondere bei grofiflachigen Bauteilen ibermalige Ansammlungen von Kleber
in Teilbereichen zu verhindern und eine gleichméBige Verteilung des Klebers Uber die
gesamte Oberflache des festzulegenden oder einzubettenden Bauteils sicherzustellen,
wird gemaR einer weiters bevorzugten Ausfuhrungsform vorgeschlagen, dass der
Kleber lediglich in Teilbereichen entsprechend der AuRRenkontur des festzulegenden
oder einzubettenden Bauteils auf der Lage zur Abstitzung des Bauteils aufgebracht
wird, wobei der Kleber in samtlichen, gegebenenfalls voneinander getrennten Teilbe-

reichen mit einer konvexen Oberflache aufgebracht wird. Derart kann insbesondere in
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Anpassung an die Abmessungen des Bauteils nach Anordnung des Bauteils auf der
konvexen Klebeoberflache eine gleichmiBige und einheitliche Verteilung des Klebers
zwischen der Oberflache des festzulegenden oder einzubettenden Bauteils und der

entsprechenden Schicht bzw. Lage der Leiterplatte erhalten werden.

Zur weiteren Unterstitzung der gleichmafligen und einheitlichen Verteilung des
Kiebers und erganzend zur Vermeidung eines Austritts des Klebers Giber Randbereiche
oder die AuRenkonturen des einzubettenden oder festzulegenden Bauteils hinaus wird
dariiber hinaus vorgeschlagen, dass der Kleber bei einem im wesentlichen recht-
eckigen bzw. rechtwinkeligen Bauteil mit einer polster- bzw. kissenartigen Erstreckung
aufgebracht wird, wie dies einer weiters bevorzugten Ausfuhrungsform des erfindungs-
gemaRen Verfahrens entspricht. Mit einer derartigen polster- bzw. kissenartigen
Erstreckung unter Bereitstellung einer konvexen Oberfliche und in Anpassung an
einen im wesentlichen rechteckigen bzw. rechtwinkeligen Bauteil kann nach einer An-
ordnung des Bauteils eine gleichmaBige und einheitliche Verteilung unter Vermeidung

samtlicher Lufteinschliisse und von Hohirdumen zur Verfugung gestellt werden.

Zur zuverlassigen Erzielung der konvexen Oberflaiche wird gemafl® einer weiters
bevorzugten Ausfuhrungsform vorgeschlagen, dass die Oberflachenspannung des
Klebers geringer als 40 mN/m, insbesondere zwischen 15 und 35 mN/m gewahlt wird.
Durch entsprechende Wahl bzw. Einstellung der Oberflaichenspannung des Klebers
wird bei einem Auftragen desselben auf der abstutzenden Schicht bzw. Lage der
Leiterplatte fur eine Vermeidung von Lufteinschlissen bei einer Festlegung des

Bauteils die erfindungsgemaf vorgeschlagene konvexe Oberflache bereitgestellt.

Zur Unterstutzung einer Einnahme bzw. Bereitstellung einer konvexen Oberflache des
Klebers bei einem Aufbringen desselben wird gemal einer weiters bevorzugten Aus-
fuhrungsform vorgeschlagen, dass ein Kleber mit einer bei Raumtemperatur gegen-

tber seiner Elastizitat hoheren Viskositat gewahlt wird.

In diesem Zusammenhang wird gemaR einer weiters bevorzugten Ausfihrungsform
vorgeschlagen, dass der Kleber bei Raumtemperatur eine komplexe Viskositat unter
50 Pa.s, insbesondere zwischen etwa 20 und 45 Pa.s aufweist. Bei Einhaltung dieser
erfindungsgemal vorgeschlagenen Parameter fur die Viskositit des Klebers bei
Raumtemperatur kann die fur eine ordnungsgemafe Festlegung unter Vermeidung von

Hohlraumen angestrebte konvexe Oberflaiche des Klebers zuverlassig erhalten wer-
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den. Die komplexe Viskositat ist die frequenz-abhéngige Viskositatsfunktion, welche
wahrend einer erzwungenen harmonischen Oszillation einer Scherbeanspruchung

erhalten wird.

Wie oben bereits ausgefiihrt, sind eine Leiterplatte und deren Bauteile wahrend wei-
terer Bearbeitungsschritte Ublicherweise hohen Temperaturen und gegebenenfalls
hohen Driicken ausgesetzt. Um selbst bei gegeniiber der Anordnung des Bauteils
unter Vermittlung der Klebeschicht insbesondere bei Raumtemperatur geanderten
Umgebungsbedingungen ein sicheres Anhaften und die gleichmaRige und einheitliche
Bereitstellung einer Klebeschicht unterhalb des Bauteils unter Vermeidung von Hohl-
raumen zur Verfugung zu stellen, wird gemaf einer weiters bevorzugten Ausfuhrungs-
form vorgeschlagen, dass der Kleber eine temperaturbedingte Zunahme der
komplexen Viskositat bei einer Erwarmung von Raumtemperatur auf etwa 50 °C und
innerhalb eines Zeitraums von weniger als 15 min, insbesondere etwa 10 min, ins-
besondere auf das wenigstens 1,3-fache, insbesondere etwa 1,7- bis 3-fache der
komplexen Viskositadt bei Raumtemperatur aufweist. Derart wird auch wéhrend nach-
folgender Be- bzw. Verarbeitungsschritte die sichere Anhaftung des Bauteils an der

Leiterplatte ermdglicht.

Fur eine besonders einfache und zuverlassige Aufbringung des Klebers mit der erfin-
dungsgemafy vorgeschlagenen konvexen Oberfliche wird darlUber hinaus vorge-
schlagen, dass der Kleber in an sich bekannter Weise durch ein Druckverfahren, ins-
besondere Siebdruckverfahren aufgebracht wird, wie dies einer weiters bevorzugten

Ausfiihrungsform des erfindungsgemafen Verfahrens entspricht.

Zur Lésung der eingangs genannten Aufgaben wird dartiber hinaus erfindungsgemaf
die Verwendung eines Verfahrens gemaR der vorliegenden Erfindung oder einer
bevorzugten Ausfuhrungsform als auch eines Klebers gemag der Erfindung oder einer
bevorzugten Ausfuhrungsform zur Festlegung eines elektronischen Bauteils an bzw.
auf einer Leiterplatte und/oder zur Einbettung eines elektronischen Bauteils in eine

Leiterplatte vorgeschlagen.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von in der beiliegenden Zeichnung schema-
tisch dargestellten Ausflihrungsbeispielen und von Beispielen von Zusammen-
setzungen des erfindungsgemafRen Klebers naher beschrieben. In der Zeichnung

zeigen:
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Fig. 1 eine schematische Teilansicht einer Leiterplatte, auf welcher unter Verwendung
des erfindungsgeméaBen Verfahrens sowie eines erfindungsgemaflen Klebers ein Bau-
teil festgelegt wird;

Fig. 2 eine idealisierte schematische Darstellung der Anordnung eines erfindungs-
gemafRien Klebers mit einer konvexen Oberflaiche im Rahmen des erfindungsgemafien
Verfahrens;

Fig. 3 eine ebenfalls idealisierte Darstellung einer im wesentlichen kissenférmigen
Anordnung eines erfindungsgemaRen Klebers im Rahmen des erfindungsgemaRen
Verfahrens zur Festlegung eines insbesondere rechteckigen Bauteils; und

Fig. 4 eine Mehrzahl von schematischen Darstellungen bzw. Draufsichten &hnlich der
Fig. 3 auf unterschiedliche Ausbildungen einer Aufbringung bzw. Anordnung eines

erfindungsgemafen Klebers im Rahmen des erfindungsgemaien Verfahrens.

In Fig. 1 ist schematisch mit 1 eine beispielsweise mehrlagige Leiterplatte bezeichnet,
auf welcher unter Vermittlung einer Kleberschicht 2 ein schematisch mit 3 ange-
deuteter elektronischer Bauteil festzulegen ist. Wie schematisch in Fig. 1 angedeutet,
weist der Kleber 2, welcher zur Ausbildung der Klebeverbindung herangezogen wird,
eine konvexe Oberflache 4 auf, welche zum Bauteil 3 und insbesondere zu einer

beispielsweise mit Kontakten 5 versehenen Oberflache 6 gerichtet ist.

Fur eine Festlegung wird der Bauteil 3 im Sinne des Pfeils 7 an die Leiterplatte 1, auf
welcher der Kleber 2 beispielsweise durch ein Druckverfahren, insbesondere ein
Siebdruckverfahren aufgebracht wurde, angendhert, wobei insbesondere durch die
konvexe Oberflache 4, welche in dem mittleren Bereich des Klebers 2 die grofite Dicke
bzw. Erstreckung aufweist, ein vollflichiges Anliegen der Oberflache 4 des Klebers an

der Oberflache 6 des festzulegenden Bauteils 3 erzieit wird.

Nach einer Anordnung des Bauteils 3 auf bzw. Einbettung in dem Kleber 2 erfolgt

beispielsweise ein Harten des Klebers 2.

Durch ein Vorsehen der konvexen Oberflache 4 des Klebers 2 wird die Ausbildung von
Hohirdumen bzw. Luftblasen unterhalb der Oberflache 6 des festzulegenden Bauteils 3
vermieden, so dass insbesondere in nachfolgenden Be- bzw. Verarbeitungsschritten
einer derartigen Leiterplatte ein Lésen bzw. Abheben des Bauteils 3 durch eine Aus-
dehnung des in einem Hohlraum eingeschlossenen Gases und gegebenenfalls eine

Zerstoérung des Bauteils 3 nicht beflirchtet werden muss.
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Anstelle des in Fig. 1 schematisch dargestellten Festlegens des Bauteils 3 an einer
Oberflache der Leiterplatte 1 kann auch unmittelbar eine Einbettung eines Bauteils 3 in
einem entsprechenden Hohlraum bzw. einer Ausnehmung einer insbesondere mehr-
lagigen Leiterplatte vorgenommen werden. Alternativ zu einer Einbettung in einem
Hohlraum kann nach einer Festlegung des Bauteils 3 an der Leiterplatte 1 unter Ver-
mittlung der Klebeschicht 2 eine Ummantelung des Bauteils 3 zur Einbettung des-

selben vorgenommen werden.

In Fig. 2 ist eine idealisierte Darstellung der konvexen Oberflache 4 einer wiederum mit

2 bezeichneten Kleberschicht angedeutet.

Die geometrischen Zusammenhange in einem derartigen idealisierten Fall sind hierbei

wie folgt:

b=rog—2 ,
180°
)
h=r- r2—(~)
2
Azr-b_s-(r—h)
2 2

Die Kreissehne s entspricht in einer idealisierten Anwendung einer Lange X bzw. Breite
Y eines im wesentlichen rechteckigen Bauteils, dessen Konturen in Fig. 3 wiederum

mit 3 bezeichnet ist.

Unter Berlcksichtigung der angegebenen Formeln fur die Ausbildung der konvexen
Oberflache 4 und einer Bereitstellung einer im wesentlichen kissenartigen Anordnung
des Klebers 2 auf der nicht naher dargestellten Schicht bzw. Lage der Leiterplatte wird
nach einem Anordnen des Bauteils 3, wie dies in Fig. 1 angedeutet ist, eine gleich-
maRige und einheitliche Verteilung des Klebers 2 zwischen der abstitzenden Schicht
bzw. Lage der Leiterplatte und der zugewandten Oberflache des Bauteils 3 erzielt.
Unter Berucksichtigung der unterschiedlichen Abmessungen X und Y ergeben sich

unterschiedliche Parameter ry, 1, hy, hy in den obigen Formeln.
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Aus Fig. 3 ist ersichtlich, dass durch die kissenartige Ausbildung unter Bertck-
sichtigung der oben angeflihrten BemafRungen und unter Ausbildung einer konvexen
Oberflache, wie dies in Fig. 1 und 2 angedeutet ist, Uber die gesamte Flache des durch
die Lange X bzw. Breite Y begrenzten Bauteils 3 eine sichere Anhaftung erzielt werden

kann.

Darliber hinaus wird durch die kissenartige Ausbildung, bei welcher in Rand- bzw.
Kantenbereichen im wesentlichen in mittigen Abschnitten entlang der Seiten, welche
durch X und Y bezeichnet sind, ein Kleber 2 nicht bis zu den Randbereichen vor-
gesehen ist, und eine durch die konvexe Oberfliche bedingte Verteilung bei einer
Anordnung des Bauteils 3 auf der Kleberoberflache 2 sichergestellt, dass ein Austreten
des Klebers 2 tiber die Au3enkonturen des Bauteils 3 nicht auftritt. Derart wird ver-
mieden, dass beispielsweise in weiteren Bearbeitungsschritten Uber die AuRen-
konturen des Bauteils 3 vorragende Reste des Klebers vor weiteren Bearbeitungs-

schritten entfernt werden muissen.

In Fig. 4 sind weitere abgewandelte Moglichkeiten einer Aufbringung eines Klebers

jeweils schematisch fur einen im wesentlichen quadratischen Bauteil angedeutet.

So finden bei den Ausfihrungen gemafR Fig. 4a und Fig. 4b im wesentlichen
sternférmige und mit einer Vielzahl von Teilbereichen 11 und 12 versehene Kleber-
anordnungen Verwendung, wobei zwischen den einzelnen Teilbereichen 11 und 12
freie Flachen verbleiben. Die einzelnen Teilbereiche 11 und 12 weisen jeweils
wiederum eine konvexe Oberflaiche auf, so dass bei einem Aufbringen eines nicht

naher dargesteliten Bauteils eine gleichmagige Verteilung des Klebers erzielt wird.

In Fig. 4c ist eine abgewandelte Ausfihrungsform dargestelit, wobei eine Vielzahl von
im wesentlichen rechteckigen einzelnen Kleberflaichen 13 nebeneinander entspre-
chend einer Matrix unter Berlicksichtigung der AuRenabmessungen des nicht darge-
stellten, festzulegenden Bauteils vorgesehen ist. Die einzelnen Teilbereiche 13 weisen
jeweils wiederum eine konvexe Oberfliche auf, so dass bei einer Anordnung des
Klebers durch die zwischen den Teilbereichen 13 vorgesehenen freien Flachen eine
gleichmafige Verteilung unter Vermeidung einer Ausbildung von Hohlrdumen oder

Lufteinschlissen erzielbar ist.
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Anhnliches gilt fur die in Fig. 4d dargestellte Ausfuhrungsform, wobei ein im wesent-
lichen mittiger Bereich 14, weicher wiederum eine konvexe Oberfliche des Klebers
aufweist, und in Eckbereichen zusatzlich im wesentlichen kreisférmige Teilbereiche 15

vorgesehen sind.

Bei der in Fig. 4e dargestellten Ausfuhrungsform sind im wesentlichen entlang von
Seitenrandern bzw. Seitenkanten kleine Teilbereiche 16 vorgesehen, welche wiederum
jeweils eine konvexe Wolbung aufweisen und eine gewinschte Festlegung mit
gleichmafiger Dicke jeweils in Randbereichen eines nicht ndher dargestellten festzule-

genden Bauteils ermdglichen.

Zur Erzielung der gewiinschten konvexen Oberflache des Klebers 2 bzw. von Teilbe-
reichen 11, 12, 13, 14, 15, 16 hievon, wie sie insbesondere schematisch in Fig. 4 dar-
gestellt sind, sind in der nachfolgenden Tabelle | physikalische Daten fur unterschied-
liche Ausfihrungsbeispiele von Klebern angegeben, wobei ergdnzend ein Vergleichs-

beispiel angefuhrt ist, welches jedoch die Bildung einer konvexen Oberflache nicht

ermdoglicht.
Tabelle |
Oberflachen- komplexe Viskositét komplexe
Spannung 20°C Viskositat
[mMN/m] [Pa.s] 50 °C,
10 min
[Pa.s]
Bsp. 1 30,9 22 45
Bsp. 2 31,6 33 43
Bsp. 3 31,0 43 84
Bsp. 4 32,3 23 67
Vergl. Bsp. 45,4 57 24

Aus der obigen Tabelle | ist ersichtlich, dass die Kleber gemaR Beispiel 1 bis 4, welche
eine konvexe Oberflache zur Verfigung stellen, jeweils eine Oberflachenspannung im
Bereich von etwa 30 mN/m aufweisen, wahrend die Oberflaichenspannung ent-

sprechend dem Vergleichsbeispiel etwa 45 mN/m betragt.
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Weiters ist ersichtlich, dass die komplexe Viskositat bei 20 °C fir die Beispiele 1 bis 4
jeweils unter 50 Pa.s und insbesondere zwischen 20 und 45 Pa.s liegt, wahrend der

entsprechende Wert fiir das Vergleichsbeispiel Uber einer Grenze von 50 Pa.s liegt.

Dartber hinaus ist ersichtlich, dass die komplexe Viskositat bei einer Erwdrmung auf
50 °C und innerhalb eines Zeitraums von 10 Minuten fir die eine konvexe Oberflache
bildenden Beispiele 1 bis 4 ansteigt und insbesondere wenigstens das 1,3-fache,
vorzugsweise das 1,7- bis 3-fache der komplexen Viskositat bei Raumtemperatur (20
°C) betragt, wahrend fiir das Vergleichsbeispiel die komplexe Viskositat auf weniger als

die Halfte derselben bei Raumtemperatur abnimmt.

Die komplexe Viskositat fur die in Tabelle | genannten Beispiele und das Vergleichs-
beispiel wurde flr beide Temperaturen bei jeweils gleicher, standardisierter Amplitude

der Oszillation und gleicher Winkelfrequenz von beispielsweise 6 (1/s) ermittelt.

In der nachfolgenden Tabelle | werden darliber hinaus Zusammensetzungen fur eine
Mehrzahl von Kleberformulierungen angefiihrt, welche ebenfalls wiederum eine kon-
vexe Oberflaiche des Klebers nach einem Aufbringen auf eine Schicht bzw. Lage einer
Leiterplatte bereitstellen, wahrend fur Vergleichsbeispiele die Ausbildung einer kon-

vexen Oberfldche nicht erzielt werden konnte.

Die Kleberformulierungen basieren jeweils auf Einkomponenten-Epoxidharzkleber mit
einer Viskositat von etwa 20 Pa.s, welche durch Zugabe der angegebenen Zusatz-

stoffe entsprechend verandert wird.

Als Entschaumer wird in der nachfolgenden Tabelle ein silikonfreier Entschaumer,

beispielsweise BYK-054 eingesetzt.

Zur Verbesserung der Verlaufseigenschaften wird beispielsweise ein Poly-Acrylat,
beispielsweise BYK-S706 oder BYK-359 eingesetzt.
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Die nachfolgenden Angaben beziehen sich jeweils auf Gew.-%.

TABELLE lI
L&sungsmittel % Verlaufsmittel % Entschaumer

%

Bsp. 1 - 2 0,5

Bsp. 2 - 2 1

Bsp. 3 - 3 1

Bsp. 4 - 4 1

Bsp. 5 0,3 4 1

Vergl. Bsp. 1 0,5 - 0,7

Vergl. Bsp. 2 0,5 - 0,7

Aus der obigen Tabelle Il ist ersichtlich, dass insbesondere durch Zusatz eines Ver-
laufsmittels und bei geringen Mengen eines Entschdumers eine konvexe Oberflache

gebildet wird.

Hiebei eignen sich die unter Beispiel 1 und 2 angegebenen Zusammensetzungen mit
einer vergleichsweise geringen Menge an Verlaufsmittel und Entschdumer insbeson-

dere fur kleine Kleberflachen von beispielsweise kleiner als 2 x 2 mm.

Durch eine Erhohung des Anteils an Verlaufsmittel wird insbesondere eine konvexe
Oberflache bei gréBeren Kleberflaichen erzielbar. Hiebei hat sich eine Zusammen-
setzung geman Beispiel 3 bei Kieberflachen bis etwa 6 x 6 mm als geeignet erwiesen,
wahrend geman Beispiel 4 und 5 konvexe Oberflachen bis zu einer Abmessung von

etwa 10 x 10 mm erzielbar sind.

Dartiber hinaus zeigen die Zusammensetzungen gemaf Beispiel 4 und 5 sehr gute
Verlaufseigenschaften. Weiters ist durch zuséatzliches Vorsehen eines Ldsungsmittels

ein Entschaumern in Gebinden bei Beispiel 5 erzielbar.

Im Gegensatz dazu konnte bei den Vergleichsbeispielen zwar eine entschdumende
Wirkung erhalten werden, wobei jedoch insbesondere durch das Fehlen eines Ver-

laufsmittels und somit die Mdglichkeit einer Einstellung der Oberflachenspannung, wie
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sie in Tabelle | angegeben ist, auf einen einzustellenden Wert von weniger als 40
mN/m und insbesondere weniger als 35 mN/m die Ausbildung einer konvexen Ober-
flache des Klebers nach einem Druckverfahren, insbesondere einem Siebdruckver-

fahren nicht erzielt werden konnte.
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Patentanspruche

1. Kleber zur Festlegung eines elektronischen Bauteils (3) an einer Leiterplatte (1)
und/oder zur Einbettung eines elektronischen Bauteils (3) in eine Leiterplatte (1), wobei
der festzulegende und/oder einzubettende elektronische Bauteil (3) Uber eine Klebe-
verbindung (2) an einer Lage bzw. Schicht einer insbesondere mehrlagigen Leiterplatte
(1) festgelegt wird und nach einem Festlegen gegebenenfalls durch insbesondere auf
die Aufienkonturen des einzubettenden Bauteils (3) abgestimmte Lagen ummantelt
und/oder durch wenigstens eine weitere Lage abgedeckt wird, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Kleber (2, 11-16) auf Epoxidharzbasis gewahlt ist, welcher zur Ein-
stellung der Oberflachenspannung und/oder Viskositat wenigstens ein Zusatzmittel,
insbesondere einen Entschaumer und/oder einen Zusatzstoff zur Einstellung der

Verlaufseigenschaften zugesetzt aufweist.

2. Kleber nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Entschaumer, bei-
spielsweise ein silikonfreier Entschdumer, in einer Menge von weniger als 3 Gew.-%,

insbesondere etwa 0,1 bis 2,0 Gew.-% dem Kleber zugesetzt ist.

3. Kieber nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass als Zusatzstoff zur
Verbesserung der Verlaufseigenschaften ein Acrylat, beispielsweise Polybutylacrylat,
ein Acrylat-Copolymer, beispielsweise Methacrylat-Copolymer, ein Epoxiharz mit freien

Hydroxyl-, Isocyanat- und/oder Estergruppen oder dgl. zugesetzt ist.

4. Kleber nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein Zusatzstoff zur Verbes-
serung der Verlaufseigenschaften in einer Menge von maximal 7 Gew.-%, insbeson-

dere 0,5 bis 5 Gew.-% zugesetzt ist.

5. Kleber nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass eine Mehrzahl von
unterschiedlichen Zusatzstoffen zur Verbesserung der Verlaufseigenschaften zuge-

setzt ist.

6. Kleber nach einem der Anspriche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Kleber
(2, 11-16) eine Oberflachenspannung geringer als 40 mN/m, insbesondere zwischen
15 und 35 mN/m aufweist.
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7. Kleber nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Kleber
(2, 11-16) bei Raumtemperatur eine gegeniber seiner Elastizitat héhere Viskositéat auf-

weist.

8. Kleber nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Kleber
(2, 11-16) bei Raumtemperatur eine komplexe Viskositat unter 50 Pa.s, insbesondere

zwischen etwa 20 und 45 Pa.s aufweist.

9. Kleber nach einem der Anspriche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Kleber
(2, 11-16) eine temperaturbedingte Zunahme der komplexen Viskositdt bei einer
Erwarmung von Raumtemperatur auf etwa 50 °C und innerhalb eines Zeitraums von
weniger als 15 min, insbesondere etwa 10 min, insbesondere auf das wenigstens 1,3~
fache, insbesondere etwa 1,7- bis 3-fache der komplexen Viskositdt bei Raum-

temperatur aufweist.

10. Verfahren zur Festlegung eines elektronischen Bauteils (3) an einer Leiterplatte (1)
und/oder zur Einbettung eines elektronischen Bauteils (3) in eine Leiterplatte (1), wobei
der festzulegende und/oder einzubettende elektronische Bauteil (3) Uber eine Klebe-
verbindung (2) an einer Lage bzw. Schicht einer insbesondere mehrlagigen Leiterplatte
(1) festgelegt wird und nach einem Festlegen gegebenenfalls durch insbesondere auf
die AuBenkonturen des einzubettenden Bauteils (3) abgestimmte Lagen ummantelt
und/oder durch wenigstens eine weitere Lage abgedeckt wird, unter Verwendung eines
Klebers nach einem der Anspriche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der zur
Ausbildung der Klebeverbindung eingesetzte Kleber (2, 11-16) in an sich bekannter
Weise mit einer konvexen Oberflache (4) auf der zur Abstitzung bzw. Aufnahme des
elektronischen Bauteils (3) vorgesehenen Lage der Leiterplatte (1) aufgebracht wird,
dass der festzulegende oder einzubettende Bauteil (3) auf dem Kleber (2, 11-16) ange-
ordnet wird und gegebenenfalls einer Druckbeanspruchung unterworfen wird, und dass
der Kleber (2, 11-16) nach dem Aufsetzen bzw. Anordnen des Bauteils (3) einer Har-

tungsbehandlung unterworfen wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Kleber (2, 11-16)
in einer gegentber den AuRenkonturen des festzulegenden oder einzubettenden
Bauteils (3) verringerten Abmessung auf der Lage zur Abstitzung bzw. Aufnahme des

Bauteils (3) aufgebracht wird.
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12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Kleber (2,
11-168) in Bereichen entsprechend Randbereichen der AuRenkontur des festzu-
legenden oder einzubettenden Bauteils (3) mit einer geringeren Starke bzw. Dicke

und/oder in geringerer Menge aufgebracht wird.

13. Verfahren nach Anspruch 10, 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass der
Kleber (2, 11-16) lediglich in Teilbereichen entsprechend der Aulenkontur des fest-
zulegenden oder einzubettenden Bauteils (3) auf der Lage zur Abstitzung des Bauteils
(3) aufgebracht wird, wobei der Kleber in sdmtlichen, gegebenenfalls voneinander

getrennten Teilbereichen mit einer konvexen Oberfladche aufgebracht wird.

14. Verfahren nach einem der Anspriiche 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der
Kleber (2) bei einem im wesentlichen rechteckigen bzw. rechtwinkeligen Bauteil (3) mit

einer polster- bzw. kissenartigen Erstreckung aufgebracht wird (Fig. 3).

15. Verfahren nach einem der Anspriiche 10 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die
Oberflaichenspannung des Klebers (2, 11-16) geringer als 40 mN/m, insbesondere

zwischen 15 und 35 mN/m gewahlt wird.

16. Verfahren nach einem der Anspriiche 10 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Kleber (2, 11-16) mit einer bei Raumtemperatur gegeniiber seiner Elastizitdt héheren

Viskositat gewahlt wird.

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Kleber (2, 11-16)
bei Raumtemperatur eine komplexe Viskositat unter 50 Pa.s, insbesondere zwischen
etwa 20 und 45 Pa.s aufweist.

18. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, dass der Kleber (2,
11-16) eine temperaturbedingte Zunahme der komplexen Viskositat bei einer Er-
warmung von Raumtemperatur auf etwa 50 °C und innerhalb eines Zeitraums von
weniger als 15 min, insbesondere etwa 10 min, insbesondere auf das wenigstens 1,3-
fache, insbesondere etwa 1,7- bis 3-fache der komplexen Viskositat bei Raum-

temperatur aufweist.
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19. Verfahren nach einem der Anspriiche 10 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass der
Kleber (2, 11-16) in an sich bekannter Weise durch ein Druckverfahren, insbesondere

Siebdruckverfahren aufgebracht wird.

20. Verwendung eines Verfahrens geman einem der Anspriiche 10 bis 19 sowie eines
Klebers gemal einem der Anspriche 1 bis 9 zur Festlegung eines elektronischen
Bauteils an einer Leiterplatte und/oder zur Einbettung eines elektronischen Bauteils in

eine Leiterplatte.
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